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【57】申請專利範圍
1.　一種拋光墊，其包含一拋光層，其中該拋光層包含一胺基甲酸酯系預聚物、一發泡劑，
及一固化劑，且根據以下方程式 1，當在 500 Hz至 4,000 Hz的頻率下量測時，最大吸音
係數為 0.1或更大：
[方程式 1]
吸音係數=(Ii-Ir)/Ii=(Ia+It)/Ii
在方程式 1中，當根據 KS F 2814-2切割拋光墊(直徑：45 mm)以量測阻抗管內之聲壓
時，Ii為入射音之強度，Ir為反射音之強度，Ia為吸收聲音之強度，且 It為透射音之強

度；

其中，當使用該拋光墊配合氧化鈰漿料拋光一矽晶圓的氧化矽層時，根據以下數學方程

式 1的拋光速率為 2,150 Å/min至 3,500 Å/min，且當使用該拋光墊配合二氧化矽漿料拋
光一矽晶圓的氧化矽層時，根據以下數學方程式 1的平均拋光速率為 3,500 Å/min至 4,500
Å/min：
[數學方程式 1]
拋光速率(Å/min)=拋光之前與之後的厚度差(Å)/拋光時間(min)。

2.　如請求項 1之拋光墊，其中當在 1,000 Hz至 1,500 Hz的頻率下量測時，該最大吸音係數
為 0.05或更大，且當在 1,500 Hz至 3,000 Hz的頻率下量測時，該最大吸音係數為 0.1或
更大。

3.　如請求項 1之拋光墊，其中該發泡劑包含一固相發泡劑，且該固相發泡劑包含選自以下
所構成之群組中之至少一者：丙烯腈系共聚物、甲基丙烯酸甲酯系共聚物、甲基丙烯腈

系共聚物，及丙烯酸系共聚物。

4.　如請求項 3之拋光墊，其中該固相發泡劑具有 5 µm至 100 µm的一平均粒度，且相對於
100重量份的該胺基甲酸酯系預聚物，其含量為 0.1重量份至 5重量份。
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5.　如請求項 1之拋光墊，其中該固化劑包含選自於由以下組成的群組中之至少一者：4,4'-
亞甲基雙(2-氯苯胺)(MOCA)、二乙基甲苯二胺(DETDA)、3,5-二甲硫基-2,6-二胺基甲苯
(DMTDA)、1,3-丙二醇雙(4-胺基苯甲酸酯)(PDPAB)、N,N'-雙(二級-丁胺基)二苯基甲烷、
2,6-雙(甲硫基)-4-甲基-1,3-苯二胺、4-(4-胺基苯甲醯基)氧基苯基 4-胺基苯甲酸酯、4-(4-
胺基苯甲醯基)氧基丁基 4-胺基苯甲酸酯、4-[4-(4-胺基苯甲醯基)氧基-3-甲基丁氧基]丁基
4-胺基苯甲酸酯，以及亞甲基雙-鄰胺基苯甲酸甲酯(MBNA)。

6.　如請求項 1之拋光墊，其中相對於 100重量份的該胺基甲酸酯系預聚物，該固化劑之含
量為 5重量份至 50重量份。

7.　如請求項 1之拋光墊，其中該胺基甲酸酯系預聚物與該固化劑之當量比為 1:0.5至 2。

8.　如請求項 1之拋光墊，其中該拋光層具有 50 Shore D至 65 Shore D的硬度、15 N/mm2至

25 N/mm2的抗拉強度，及 90%至 130%的伸長率。
9.　一種製備半導體裝置的方法，其包含使用如請求項 1的拋光墊來拋光一半導體基體的表
面。

圖式簡單說明

圖 1顯示測試範例 1的結果，其中根據 KS F 2814-2量測範例 1至 3以及比較範例 1與 2
的拋光墊之吸音係數。

圖 2示意地例示根據一實施例之製備半導體裝置的方法。
＜圖式的元件符號＞

100:拋光墊，200:平台，300:修整器，400:拋光漿料，510:拋光頭，520:載體，600:半導體基體
(晶圓)

(2)
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